
《2015年全球及中国IC载板行业研究报告》包含以下内容： 

• 1、半导体与IC封装行业概况 

• 2、IC载板下游市场分析 

• 3、IC载板发展趋势 

• 4、IC载板产业分析 

• 5、12家IC载板厂家研究 

• 6、6家IC载板周边厂家研究  

 

•       IC载板（基板，Substrate）行业在2015年可能面临困境，一方面是
FOWLP的日渐成熟，另一方面则是平板电脑销量下滑，智能手机增长乏力。另
外，2013年的繁荣刺激企业在2014年大规模扩产，导致产能利用率不足。 

 

•       对于手机和平板电脑领域为核心市场的FC-CSP基板面临来自FOWLP的强力
竞争，FOWLP具备压倒性的优势，包括低封装高度（Low Profile），更高速度
，更多I/O，更高集成度（Higher Integration)，更简单的工艺（less 
processing step)，最重要是无需载板，大幅度降低成本，IC载板占IC总成本的
比例超过50%。 
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•       尽管FOWLP目前还不成熟，成本优势并不明显，但这已经是大势所趋，传统FC-CSP基板将不得不降价来与
FOWLP竞争。一旦FOWLP成熟，那么FC-CSP基板的需求量会骤减60%以上。所以2015年，FC-CSP基板厂家必
须大幅度降价来提前获得市场优势。预计2015年IC载板市场规模缩小7%，为71.2亿美元。 

 

•       下游市场方面，大屏幕手机严重挤压平板电脑生存空间，平板电脑下滑明显。并且平板电脑功能单一，通
常只是做儿童玩具，更新换代需求很少。智能手机领域，中国作为全球最大的智能手机市场，在2014年已经出
现下滑。 

  

•       2015年IC载板市场最大亮点是SiP封装基板，也就是智能手表，高端智能手表的核心元件必须采用SiP封装
。Apple Watch内建二颗重要核心处理器，均采用SiP封装技术。Apple Watch最重要的SiP基板生产难度最高，
价格比一般ARM处理器采用的晶片尺寸覆晶基板（FCCSP）高出4～5倍，订单则由南电（Nanya）、景硕（
Kinsus）等台湾厂商分食。日月光（ASE）承接Apple Watch的S1晶片SiP封测业务。 

 

•       此外，2015年PC市场也有可能回暖，因为平板电脑下滑也就意味着笔记本电脑市场复苏，笔记本电脑市场
连续3年下滑后在2014年第一次增长，预计2015年继续增长。且笔记本电脑内建独立显卡比例大幅度升高，意
味着GPU出货量大增。 

 

•       IC载板应用市场中，表现较好的还有Memory市场。 
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